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１．概要（Summary） 

安全、安心社会を実現するために、生活空間中に存在

する低分子を高感度に検出する技術が注目されてきてい

る。たとえば、住宅空間や職場空間、公共施設等での快

適性、安全性の試験のために利用されることがある。ある

いは、美容、医療、危険物検知、環境モニター、食品安

全、農業、自動車分野などの幅広い分野において高いニ

ーズがある。そのように広い分野における応用の可能性と、

従来のガスセンサでは測定できなかったような希薄なガス

を検知することによる新規市場の創造とが相まって、今後

の産業発展へ与えるインパクトはきわめて大きいと見込ま

れる。そこで、本利用課題においては、さまざまな分野に

おける課題を解決し、よりよい暮らしを提供するために、

半導体材料をベースとした高感度ガスセンサを開発する

ことを目的とし、京都大学ナノテクノロジーハブ拠点の設

備を利用して微細加工を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム 

【実験方法】 

ガスセンサは、一般的に用いられているシリコンデバイ

ス微細加工プロセスにより社内において形成した。複数

種類のガスセンサから構成されるチップ（7mm × 7mm）

をダイシングした。最終工程であるポリシリコンの犠牲層は、

京大ナノハブ拠点にあるシリコン酸化膜犠牲層ドライエッ

チングシステムを利用した。同装置は、XeF2 をエッチング

ガスとすることで MEMS 用途に用いられる。下地材料、

マスク材料に対して高い選択比を示すことからこれを用い

た。その後、ドライエッチングを終えたチップを社内へ

持ち帰って、チップ上に形成した構造にガス感応膜を形

成し、最後はセラミックパッケージへの組み立てを行い完

成させた。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

ドライエッチングのエッチングの終点は、チップ上に形

成したモニター用パターンにおけるエッチングの進行状

況を光学顕微鏡により確認した。その結果、社内で事前

検討したエッチング条件から算出したエッチング速度とほ

ぼ一致していた。次に、パッケージへ組み立てたセンサ

について半導体パラメータを用いて基本特性を確認した

ところ、設計どおりの特性が得られた。現在は、このセン

サを用いてガスセンサとしての特性を評価しているところ

であり、従来のガスセンサと比較して高感度化が期待され

る。 
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